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	投资者关系
活动类别
	特定对象调研        分析师会议 
媒体采访            业绩说明会 
新闻发布会          路演活动 
现场参观            一对一沟通 
其他  

	参与单位
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]易方达基金、南方基金、天弘基金、博时基金、景顺长城基金、东莞证券、信达澳亚基金、淳厚基金、明河投资、稳正资产、华林资本、证金投资、泽源基金、泽兴资产、瀚鑫私募、赞道私募、叁和正恒私募、康禧私募、熙宁投资、观点投资、安华投资、易桦投资、仲恺科促局

	时间
	2026年8月25日-2026年8月26日

	地点
	公司惠州产业园、天风证券策略会

	接待人员
	董事会秘书：郑亦平

	投资者关系活动主要内容介绍
	1、请介绍公司整体业务布局情况？ 
答：公司主营业务涵盖半导体设备、智能显示装备及智能装备核心零部件。现阶段公司战略重心聚焦半导体设备，将其作为第一增长曲线，集中资源重点发展半导体设备业务。
公司半导体设备业务聚焦集成电路后道测试与封装环节，已形成较为完整产品矩阵，主要产品包括转塔式测试分选机、平移式分选机、重力式分选机、晶圆探针台、固晶机/高速固晶机以及HDD存储专用设备等。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]半导体设备板块主要客户包括通富微电、华润微、长电科技、日月新、杰华特、华天科技、MPS、AOS、西部数据、强茂电子等。同时公司已在东南亚设立事业部，重点服务北美客户需求。
[bookmark: OLE_LINK1]深科达目前是以半导体设备、存储设备为增长引擎、显示设备为稳健基本盘、核心零部件为技术底座的高端装备平台企业。公司将紧抓半导体国产替代与存储行业高速发展的历史机遇，以技术自主、产品卓越、客户信赖为根基，全力打造国内领先、国际一流的半导体封测设备企业。
2、 公司2026年上半年的经营情况？
答：2026年上半年，公司营业收入较上年同期增长21.03%，主要原因系：（1）公司持续深耕市场、深挖客户需求，深化与优质客户的合作粘性，推动整体订单规模稳步增长。（2）分业务板块来看：半导体设备业务方面，受益于半导体行业景气度持续向好，公司紧抓行业发展机遇，在稳固现有转塔式测试分选机竞争优势的同时，积极推动平移式测试分选机、存储类半导体设备等产品向高端市场拓展与渗透，有效推动半导体设备业务收入的提升，公司半导体设备业务收入较上年同期增长86.99%，其中平移式测试分选机在报告期内实现收入2,847.80万元，较上年同期增长5,448.02%。
公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长198.23%，主要原因系：（1）公司营业收入较上年同期增长21.03%；（2）公司半导体设备业务利润显著增长，全资子公司深科达半导体报告期内实现净利润4,292.23万元，较上年同期大幅增长345.94%，占公司归属于母公司净利润的69.85%，核心盈利优势持续凸显，为公司整体净利润增长提供坚实支撑；（3）公司在稳步扩大营收规模的同时，积极采取措施在研发、生产、销售及经营全流程推进精益管理，提升经营效率，公司综合毛利率较上年同期提升8.65个百分点。
3、公司分选机设备相较于其他同行的差异？
答：公司转塔式分选机是公司王牌产品，在产品性能与市场口碑方面具备显著竞争力，已在广大知名半导体封测厂、半导体IDM企业形成了大批量规模化销售。常高温平移式分选机依托自研软件优化升级，叠加自研直线电机的性能优势，已在客户端形成良好市场口碑。目前公司平移式分选机产品在头部客户中的渗透率仍具备提升空间。
4、上半年公司转塔式分选机订单增长的主要原因？
答：2026年上半年公司转塔式分选机订单实现增长。一方面受益功率半导体行业景气回升，下游封测厂、功率类半导体IDM企业扩产，叠加国产替代持续推进；另一方面，公司转塔分选机设备经过量产验证，在性能、性价比及交付服务方面具备明显竞争力，存量头部封测与国内功率 IDM 企业持续复购，同时公司不断开拓新客户，进一步带动订单增长。
5、公司对半导体设备市场未来的预期如何？
答：公司长期看好半导体设备赛道，目前行业整体国产化空间广阔。市场存在多家机构对行业发展作出预测。
我们关注到中财网转载华泰证券研报观点（资讯发布2026年7月3日）：机构统计全球31家半导体制造公司资本开支、25家半导体设备企业增长预期后预测：（1）2028年全球半导体制造企业资本开支有望达到3417亿美元，较2025年1681亿美元增长103.3%，实现翻倍，资本开支的大幅上调将直接传导至设备端；（2）2028年全球前道半导体设备（WFE）市场规模预计2414亿美元，较2025年增长约 108%；（3）2028年全球后道半导体设备市场规模约383亿美元，较2025年161.6亿美元增长136.9%；按下游需求排序，存储（+150%）高于晶圆代工（+91.4%）。中国市场在经历2025/2026年去库存以后，2027年有望恢复强劲增长。
以上内容仅为券商机构预测，存在不确定性，仅供行业趋势参考。公司将持续深耕半导体设备赛道，把握行业发展机遇。
6、公司目前在手订单情况？
答：根据公司2026年半年报告披露：公司在手订单储备充足，半导体设备板块增长动能突出。截至2026年6月30日，公司整体在手订单约36,083万元，其中半导体设备在手订单约24,126万元。半导体设备上半年新增订单约25,814万元，同比增长118.34%。

	附件清单（如有）
	无



